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【問い合わせ先】大日精化工業株式会社合樹・着材第２事業部開発課吉野、吉田（ TEL：03-3662-4168 E-mail：resin2＠daicolor.co.jp）

電子・電装部品向け 樹脂改質技術

モビリティ分野 IT・エレクトロニクス分野

■ ADAS（ 先進運転支援システム ）の検討本格化

■ 自動車への無線通信デバイスの搭載点数拡大

■ 5Gの普及・拡大

■ Beyond 5G（ 6G - ）の検討本格化

■ 通信機器への無線通信デバイスの搭載点数拡大
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